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一、先進智慧系統

在全球科技發展趨勢與各國積極推動人工智慧與物聯網，各項技術應用逐步到位的聯網時代下，智慧系統有望可協助解決產業面臨轉型與環境變遷等營運議題。「先進智慧系統」具有｢大資料+機器學習+運算能力｣的特徵，包含大量多元訓練資料的建立、建構深度類神經網路學習模型、高能效運算，以及雲霧端應用服務、智慧系統整合技術、安全隱私保護技術等，透過萬物聯網形成的感知型系統，以機器人、自駕車、數位分身等系統在商務、製造、節能、水資源管理、農業、防災、運輸、醫療保健等領域上改變人類的生活，具體的智慧系統如Google自駕車、Amazon Alexa智慧語音助理等都是目前國際上可見的熱門案例。以下列舉「先進智慧系統」相關參考技術項目：

(一)
技術項目說明

1.雲霧協同全面感知技術
藉由各種感知裝置包含感測設備、行動裝置、穿戴裝置、與移動載具(涵蓋：自駕車、機器人等)，透過設備介接、生理量測、穿戴互動與載具聯網等方式，提供感知與回饋技術，以建構一個多元化整合性的智慧感知系統。相關整合技術可結合霧端運算技術、人工智慧深度學習軟硬體技術、智慧人機互動介面技術等，透過感測或穿戴式等裝置，建構智慧感知系統技術，可發展加值與延伸智慧移動終端功能之創新服務，領域應用可提供自動駕駛、健康促進、數位運動、醫療照護、智慧商務、行動社群、商務系統、公共建設、交通與軍用等特殊加值利基市場，發展具人工智慧自動化應用技術與應用服務，快速與國際接軌。

2.應用深度學習人工智慧分析技術於電資通光領域
隨著物聯網、雲霧運算與人工智慧的蓬勃發展，導入各應用領域（包含智慧製造、智慧能源、智慧穿戴、智慧交通、智慧醫療、智慧無人商店等應用）提供診斷分析技術解決方案，以催化各種跨域應用，創造更多應用服務，促使資訊服務業獲得巨量資料產業化的效益。

3.人機協作大型智慧系統
整合運用沉浸式MR互動體驗、對話機器人、人工智慧助理、深度學習、區塊鏈、數位孿生、HD動態地圖、大眾運輸模擬等技術，發展從硬體、軟體與跨裝置的中介軟體服務平台或次世代資料儲存系統，提供智慧製造、智慧供應鏈、智慧能源、智慧穿戴、智慧交通、智慧醫療、健康促進等整體服務解決方案。

4.智慧系統資安技術
ICT的發展已經結合各種設備和感應裝置，布建在工廠、水、電、交通、金融交易及居家環境中，透過行動、雲端和巨量資料的應用，構成虛擬網路及實體世界整合應用，機器間之聯網更為多元複雜、佈署分散且不易管控，未來駭客攻擊手法將更為複雜，全球技術趨勢已朝向以機器學習建立人工智慧智能化分析為資安關鍵核心，為掌握國際駭客攻防技術最新手法與防禦需求，須發展新一代智慧化資安解決方案。

(二)
呈現重點與驗收標準

1.申請單位需於計畫完成前達成至少1項場域驗證或試營運，完成後承諾1~2年內在國內生產/服務/營運者優先支持。

2.雲霧協同全面感知技術
(1)具體說明搭配之軟硬體規格需求、技術應用情境，與現有商業化方案差異性，結合智慧感知穿戴設備或移動載具、雲霧運算應用架構與智慧人機互動介面等技術研發者優先支持。

(2)提出技術或解決方案之產業效益，具體說明驗證環境規劃，包含：目標對象、驗證目標、測試環境描述以及商業營運模式。

(3)以提升產業競爭力、擴大系統之產業別應用領域範圍為重點，說明產業面臨之問題與技術缺口、達成做法及預期效益，技術出海口是否具國際市場或與領域大廠合作之潛力。

3.應用深度學習人工智慧分析技術於電資通光領域
(1)領域應用上產品或服務要有創新及前瞻性。

(2)產品開發後的可複製性高。

(3)確認研發產品是否具有可行性、國際性並與現有技術有所差異。

(4)提出技術或解決方案之產業效益，具體說明應用系統與驗證環境規劃。

4.人機協作大型智慧系統
(1)具體說明對話推論、情緒感知、使用者輪廓分析 、互動服務感知技術或資料儲存系統架構，跨產學研或服務開發/整合業者合作優先支持。

(2)公司技術團隊勝任語意分析、情緒辨識、體感互動、動態排程、影像分析等關鍵核心技術發展之能力。

(3)技術產品化規劃、發展藍圖、產值分析評估。

(4)具體說明技術導入概念驗證、場域驗證與商轉運營策略。

5.智慧系統資安技術
(1)具體說明智慧系統應用網路架構與設備裝置資訊、行為資料與情資數據來源，提出具體核心技術發展說明，結合機器學習、資料探勘、人工智慧等之技術研發者，與跨產學研或服務開發/整合業者合作優先支持。

(2)公司技術團隊以提升產業競爭力為重點，應提具示範應用場域或商業化規劃，並具備資安與人工智慧技術整合能力或創新應用服務能力，確保產業發展優勢。

(3)技術產品化規劃、發展藍圖、產值分析。

二、新世代通訊系統

隨著智慧終端、寬頻網路以及雲端應用的普及，使用者新應用需求帶動連線需求持續增加，也讓整體行動通訊環境快速變遷。根據GSA及Ovum 觀察，2017年（商用化第5年）全球4G產值達2兆新台幣（700億美元），推估2020年5G標準初版底定，2021年5G全球產值可達148億美元，至2024年5G全球產值上看486億美元。ITU-R已提出5G系統規範 (IMT-2020)，強調未來通訊需滿足「八大性能指標(8 KPIs)」及「三大應用場景(3 use cases)」需求。前者分別為：峰值速率達到20 Gbps、用戶體驗數據率達到100 Mbps、頻譜效率比IMT-A提升3倍、移動性每小時達500公里、時延達到1毫秒、連接密度每平方公里達到10 Tbps、能效比IMT-A提升100倍、流量密度每平方米達到10 Mbps；後者分別為：增強型行動寬頻（eMBB; Enhanced Mobile Broadband）、超可靠低延遲通訊（URLLC; Ultra-Reliable Low Latency Communication）、巨量機器型態通訊（mMTC; massive Machine Type Communication）。3GPP並據以加速5G標準化工作，制定新世代通訊系統規格。全球行動通訊產業急需新的通訊基礎設施，促使現行的通訊系統更進化。「新世代通訊系統」面臨滿足大容量、大頻寬、大連結、超低延遲、無縫隙、超高使用密度、高覆蓋率等應用需求與挑戰，以迎接潛在規模龐大之商機。以下列舉「新世代通訊系統」相關參考技術項目：

(一)
技術項目說明

1.
行動寬頻通訊技術

未來行動寬頻傳輸除可針對現有通訊服務提高其傳輸效能並給予用戶無縫傳輸體驗外，其可進一步開拓新應用領域和需求，可涵蓋不同的傳輸範圍，包括廣域覆蓋和熱點傳輸。廣域覆蓋主要訴求無縫覆蓋，以及較高的移動速度與其數據傳輸速率需求，如CloudRAN通訊技術、
異質多模基站接取技術、多天線陣列技術、超寬頻無線傳輸技術、高速光傳輸技術、基地台差異化系統技術、彈性頻譜應用技術等。熱點傳輸主要針對高用戶密度區域(如機場、大賣場、大型演唱會、大型體育場、大型會議廳等)，其對於移動性的需求較低，但需要非常高的系統容量及數據傳輸量。故而需要研發新的寬頻無線接取技術，或將既有及新的傳輸設備結合以共同達成寬頻傳輸之目的。前者如5G-NR (New Radio)、高頻段寬頻毫米波通訊(millimeter wave communication; mmWave)、大規模智慧聯網通訊技術等；後者如異質網路(Hetrogeneous network; HetNet)相關技術，結合大基站、小基站之互補功能，適切地作多基站間之資源分配與干擾協調，藉由超高密度組網(Ultra Dense Netwrok; UDN)達成提升系統容量與覆蓋率之目的。Cisco在2017年6月發表的白皮書中顯示Internet Protocal (IP) traffic在2021年會達到278 EB/月(1018 bytes)。面對未來超高速(100G/400G)傳輸需求，極需矽光子技術(光元件整合製造於CMOS平台)以滿足需求。

2.
高可靠度和低延遲通訊技術

此種技術之應用對於數據傳輸量、時延和可靠性的要求非常嚴格。例如用於智慧製造、智慧醫療、智慧能源資通訊、智慧交通、聯網載具等，需要高可靠度且低時間延遲的通訊應用。其中可能包含SDN網路技術、NFV平台技術、先進局後端傳輸網路技術、先進核心網路技術、網緣運算/霧運算技術與Cellular V2X通訊技術等。

3.
具規模聯網通訊技術

此種技術之應用特徵在於連接一定數量之終端，其發送數據量較低且對於傳輸資料延遲有較低需求，故有低功耗之特性。諸如智慧聯網路由演算法、LTE eD2D通訊技術、精準定位與通訊技術、物聯網終端晶片/模組/服務平台、感測雷達晶片/模組、開放非授權頻段通訊技術等。

(二)
呈現重點與驗收標準

1.
計畫需訂定各系統技術規格之查核點。且計畫完成前達成至少1項場域實證或試營運者優先支持。

2.
行動寬頻通訊技術
(1)
需明確說明系統技術規格，如傳輸率(Throughput)、傳輸距離、同時連結數量、系統容量(用戶數、總和傳輸率…)等效能指標，並適度提供與國際發展之標竿比較。

(2)
具體說明系統技術發展規劃、發展藍圖、產值分析。

(3)
提出技術或解決方案之產業效益，具體說明驗證環境規劃，包含：目標對象、驗證目標、測試環境等。

3.
高可靠度和低延遲通訊技術
(1)
應以5G時代多樣化的應用服務需求出發，定義「超可靠與低延遲」之功能需求，具備有線、無線後端傳輸網路頻寬與資料流的控制功能，並實現局後端傳輸所需如即時、備援或同步等能力，或達到加速網路布建時間、簡化網路管理、提升網路效能、降低網路維運成本等效果，並需說明時延、移動性。

(2)
具體說明技術場域驗證與商轉運營策略。

4.
具規模聯網通訊技術
(1)
需針對長/短距離、大連結、低功耗等聯網通訊技術特性，說明國際競爭分析與場域實證經驗與規劃，具能力整合大連結之廣域物聯網系統整體解決方案。

(2)
提出技術或解決方案之產業效益、系統與驗證環境規劃，以及與國際現有技術差異及突破。

5.
通訊關鍵智財布局：說明對智財布局(含參與國際標準及智財研發團隊建立)的人員質量提升及研發制度的建立，且計畫人員參與國際標準組織如3GPP、IEEE、MPEG等之規劃。
三、智慧終端系統

因應人工智慧技術發展，產業焦點從雲端運算進入臺灣具有優勢的邊緣運算(Edge Computing)。依據IEK市場預估5年內，將從80億美元產值躍升至133億美元，影響所及包括物聯網、自駕車、機器人、智慧家庭、AR/VR等服務應用，而這些應用將引領各式創新智慧終端系統開發，已為ICT產業兵家必爭之地。臺灣擁有優勢的電子半導體與光電產業，可以創新系統應用為標的，帶動高速智慧化、節能省電、高畫質等系統整合設計、關鍵模組與零組件、高值材料發展，引領產業競逐人工智慧的新契機。以下列舉「智慧終端系統」相關技術項目：

(一)參考技術項目說明

1.先進半導體與晶片系統

(1)
異質高速運算系統封裝、系統級整合設計平台、高速傳輸電路板技術與高能效運算高速傳輸系統。

(2)
高功率元件、高頻功率元件及控制晶片之化合物半導體基板與磊晶技術、功率元件製程及控制晶片設計、模組封裝設計、組裝及驗證技術、智慧型功率晶片之系統整合技術開發、人工智慧。

(3)
微型感測相關之關鍵材料、製程、設備、元件、系統、創新雛型品設計與整合等微型元件製程整合與系統開發。

(4)
晶片型LiDAR之晶片技術、感測融合軟體技術、創新深度感知產品整合與應用等技術。

(5)
高儲存量非揮發性記憶體、高效能嵌入式非揮發性記憶體、具物理加密功能之非揮發性記憶體等技術開發。

(6)
異質微型元件相關之光電特性檢測技術、μ-Bump與RDL三維異質結構檢測技術、3D IC高深寬比矽穿孔深度量測技術與異質整合封裝元件應變場檢測等先進異質整合技術。

(7)
3D IC面板級扇出型封裝、軟性SiP技術、三維塑型基板技術與軟性封裝結構設計等先進異質性整合製程開發。

2.智慧照明系統

(1)
高效率UVC LED元件與模組技術

(2)
μLED應用系統

(3)
下世代照明－OLED照明：OLED照明量產、功能性基板、應用介面設計、平面光源OLED照明應用系統。

3.虛擬實境/擴增實境/混合實境系統

(1)
電腦圖學模擬處理、光影模擬變化、影像渲染等虛實影像融合技術。

(2)
眼球(虹膜)偵測、手勢控制、全身(肢體)動作偵測、聲音(語音)互動、觸覺回饋、情境感知等人機互動技術、使用者興趣及意圖分析等技術。

(3)
與外界實體或虛擬空間進行相對空間定位技術。

(4)
將實體物件建構3D虛擬影像以投射於虛擬空間之物件建模技術。

(5)
利用穿透式顯示介面提供低延遲高畫質(高ppi)影像之高效能顯示技術。

(6)
利用嵌入式系統以及無線通訊界面提供獨立運作之AR/VR/MR智慧終端系統平台(包括軟體、韌體、硬體元件)。

4.新世代顯示器系統

(1)
μLED之晶粒製作、多通道高速檢測、膜層貼合之材料及設備技術、驅動及觸控IC整合技術、巨量轉移技術暨設備開發等μLED顯示應用系統技術。

(2)
即視資訊系統整合技術、指向性互動技術、
透明顯示模組整合技術、運用於虛擬實境、擴增實境、混合實境開發等透明顯示技術。

5.高值電子材料

(1)
高佈線密度3D IC扇形封裝之高強度、高可靠性微細導線技術與低溫(<200℃)直接接合技術。

(2)
高寬頻與巨量傳輸5G行動通訊所需之低介電常數、低介電損耗相關毫米波陶瓷基板與構裝材料技術。

(二)
呈現重點與驗收標準

1.技術研發項目需訂定明確化之時程與查核點指標。完成具體系統實際場域驗證，並提出後續成果落實生產營運之完整規劃。


2.先進半導體與晶片系統

(1)關鍵材料、製程、檢測、設備及元件技術：以自主技術、國內製造為目標，研發先進製程與新興應用的非揮發性記憶體元件製程檢測IP與產品。

(2)
先進晶片設計：強化以人工智慧、先進多媒體、先進加密、異質運算及軟硬整合等技術，提高手機和物聯網使用者端元件的價值，強化臺灣半導體及晶片設計產業的物聯網產業結構。並進一步以人工智慧、超低功耗晶片引領手機和物聯網創新應用，拓展臺灣產業應用在超寬頻低延遲先進應用、自駕車、機器人、智慧家庭及垂直物聯網的市場機會。

(3)
晶片模擬與設計：以自主供應系統及整合設計平台為目標，研發快速系統化整合設計，以快速預測系統效能，縮短新系統設計開發時程，並進一步降低實體系統功耗及效能提升，同時進行專利布局建構完整產業競爭力。

(4)
系統整合技術：針對高速運算晶片、新興記憶體及高效率、高頻半導體元件，開發新型態系統架構，建立完整系統整合技術。

(5)模組技術：包含次系統軟/硬體整合技術，於軟硬體皆自主化，開發高效能且差異化產品，並於實際場域測試及應用。

(6)製程整合：例如異質性整合的3D IC技術、以矽基板為承載平台之相關高速光電整合技術、面板級扇出型封裝、軟性SiP技術、光電感測元件、功率元件、新興記憶體元件，以自主技術為目標，整合關鍵材料、設計、製程及設備技術，提出明確實際應用標的，並布局上位之專利。

(7)關鍵檢測與標準化技術：研發先進製程生產檢測儀器與建置測試平台，以提高生產效率為重點，確保產業發展優勢。

(8)
關鍵設備技術：自有關鍵設備技術，應著重在關鍵零組件性能或耗材開發，亦須結合材料製程共同開發設備為原則，包括模組封裝所需之測試等量產機台，以建立國內設備技術能力。

(9)創新雛型品整合與應用技術：以提升產業附加價值為標的，研發創新雛型品應用與營運模式，開拓產品新商機。

3.智慧照明系統

LED應用(μLED、UVLED等先進元件與封裝技術)呈現重點：

(1)
關鍵材料、磊晶/堆疊、製程、設備及元件技術：以自主供應為目標，研發μLED、UVLED與OLED照明元件和封裝相關之材料、磊晶/堆疊結構、元件製程及相關設備技術，布局上位之專利，突破國際智財壁壘，以建構我國先進照明產業之上、中、下游支撐體系，深化供應鍵技術發展。

(2)
系統模組整合技術：以市場應用與系統需求為依據，研發模組、系統整合及測試驗證技術，驅動產業產品研發速度，透過精實我國光、機、電、熱技術鏈結，將單一元件製造或光引擎製作轉移至整體系統模組方案輸出，推動智慧照明應用解決方案，精進技術價值及競爭力，
並建構新型態的智慧光環境產業鏈。

(3)
關鍵檢測與標準化技術：以提升產業國際競爭力為重點，研發產品檢測儀器與建置標準驗證平台，確保產業發展實力及優勢。

(4)
創新產品研發與應用技術：以提升產業附加價值為標的，研發創新產品之應用與營運模式，開拓產品新商機。

4.虛擬實境/擴增實境/混合實境系統

(1)
應用服務模式：可提供在工程(工廠)製造、教育、醫療、消費娛樂等場域應用的實體展示與商業模式，包括整體的物流、資訊流以及金流運作模式，也可包括上游(元件或終端)、中游(系統整合)、下游(服務與場域)整合運作

(2)
系統架構：以應用需求為依據，研發智慧終端，以及通訊連結至後端雲端服務平台等整體系統運作相關架構，或系統整合及測試驗證技術，布局上位之專利。

(3)
關鍵元件：以自主供應為目標，研發智慧終端內相關AR/VR/MR關鍵零組件研發包括先進UI/UX感測技術、顯示介面、感測介面、3D影像感測介面、AI處理介面、高速影像處理介面、電池模組、高效能處理模組、關鍵模組與意圖分析、應用軟體互動等多樣化軟體元件技術，建立產業軟體供應鏈。

(4)
創新雛型品設計、整合與應用技術：以提升產業附加價值為標的，研發創新雛型品應用，開拓產品新商機。

5.新世代顯示器系統

(1)
關鍵材料、製程、設備及元件技術：以自主供應為目標，研發關鍵材料、製程、設備等元件技術及其整合技術，建立完整產業供應鏈。

(2)
系統整合技術：以應用需求為依據，研發模組與系統整合及測試驗證技術，布局上位之專利。

(3)
關鍵檢測與標準化技術：以提升競爭力為重點，研發產品檢測儀器與建置標準驗證平台，確保產業發展優勢。

(4)
創新雛型品整合與應用技術：以提升產業附加價值為標的，研發創新雛型品應用與營運模式，開拓產品新商機。

6.高值電子材料

(1)
系統模組整合技術：以市場應用需求為依據，符合高寬頻傳輸及5G行動通訊所需高速模組之關鍵載板、封裝、製程材料與相關設備、測試技術，以自主供應為目標，建立上下游產業供應鏈。

(2)
關鍵製程及材料技術：因應物聯網、智慧電子輕薄短小、多功能需求，以提升產業價值為目標，研發上游高密度構裝關鍵材料與製程應用，包含高可靠性封裝材料、高強度超細線導體技術、低壓低溫金屬接合技術。
四、高階工具機技術

(一)
技術項目說明

1.iCAM智慧型電腦輔助製造軟體系統

(1)
從CAD圖檔輸入、加工程式產生與模擬以及最佳化加工等一條龍式輔助製造軟體系統。

(2)
建構刀具、切削條件專家資料庫，根據工件構形與切削力學分析，設定最佳化加工參數。

(3)
3D真實切削路徑模擬與防碰撞，提供即時接近、警告與碰撞三層保護機制。

(4)
實現無干涉、無過切及無顫振的最佳化加工，可大幅減少整體加工時間。

2.智能型自動化加工控制解決方案

(1)因應智慧機械快速發展，針對工具機業導入單機智慧化與彈性化之智慧機械單元自動化所需之國產控制系統、自動排程與彈性生產動態解決方案，提高加工效率與競爭力，並深化智慧工具機自主技術。

(2)技術項目包含工具機控制器國產自主關鍵技術、智能加值控制模組、智慧安全防護、智慧維護保養及自動化加工系統等。
3.全數位智慧型加工製造系統

(1)因應智慧製造及智能化加工發展潮流，以國內產製的控制器平台及CNC工具機作為基礎載台，研發全數位週邊自動化裝置及標準IIOT訊號擷取介面，開發全數位智動化製造系統加值軟體，建立國產智動化產業中衛體系。

(2)
技術項目包含全數位EtherCAT控制系統及IO-LINK介面、全數位EtherCAT M2M傳輸技術、全數位智動化製造系統。
4.數位加工製造技術

(1)
因應智慧機械及智慧製造快速發展，針對工具機切削應用製程，發展數位模擬預測技術，以於實際加工前可以完成預測及優化製程，以縮短試誤時間及提高加工效率，並深化智慧製造自主技術。

(2)
技術項目包含數位製程模擬與優化預測模組、薄件製程減振夾治具模組。
(二)呈現重點與驗收標準

1.iCAM智慧型電腦輔助製造軟體系統

(1)
具備CAD圖檔輸入，包含DXF及STEP(3D圖檔)等格式，即可自動產生最佳化加工程式的軟體系統。同時包含下列關鍵模組：加工程式產生模組、3D實體加工過程模擬模組、3D防碰撞技術，以切削力學為基礎的最佳化加工參數，並具備主動避顫振機制，可應用於銑削、車削或磨削等機型，以偵測主軸上的加速規訊號及進行FFT(快速傳利葉)轉換，顫振判別準確率達到90%以上，提供最多4組主軸轉速建議值，且不產生任何過切之現象。

(2)
計畫完成時必須完成該產業製造場域實證，並以該應用場域做為以上規格達成之驗收標準。

2.智能型自動化加工控制解決方案

(1)工具機控制器國產自主關鍵技術：具備五軸工具機同動插補控制、六軸關節型機械手臂控制、機器人協同彈性自動生產與自動化整合控制等技術，可達五軸工具機上一次加工完成(Done-in-one)、並於Robot inside CNC控制器直接操控機械手臂，以提升加工精度與加工效率，結合工業機械手臂協同彈性自動化生產，實現自動化工件交換，並連結料架台、自動倉儲等工作站結點等，大幅提升生產線產能與有效稼動率。

(2)智能加值控制模組：具故障預測與安全防護、精度補償與自動參數調整、線上機台精度檢測與線上工件精度量測等技術，提供動態精度與動態效率控制等智慧加工解決方案，以建立單機智慧化所需加值技術。

(3)
自動化加工系統：具工件與托盤運送、龍門型與關節型機械手臂上下料，整合加工技術、工具機、自動化系統與輔助系統，提供生產自動化解決方案。

(4)
計畫完成時必須完成該產業製造場域實證，並以該應用場域做為以上規格達成之驗收標準。

3.全數位智慧型加工製造系統

(1)全數位EtherCAT控制系統：建構以EtherCAT即時通訊之全數位控制系統(控制cycle time<250µs)，可搭配國產EtherCAT伺服及主軸馬達，同時具備線上自動調機模組，並開發EtherCAT全數位ATC、APC和刀塔，以及IO-LINK介面裝置(連接IIOT裝置)，以形成國產全數位工具機。

 (2)
全數位EtherCAT M2M傳輸技術：開發控制器端EtherCAT M2M傳輸界面卡，使主控台、Robot和CNC機台具Master-slave連結機制，將Robot、量測裝置、視覺或安全保護裝置連結成全數位加工Work cell。

(3)
全數位智動化製造系統：整合全數位CNC加工機(如車、銑、磨及放電加工機等)、自動化裝置及全數位線上檢測系統(可透過M2M通訊，將量測結果即時回傳給控制系統，進行即時加工補償)，研發創新全數位智動化製造系統(切入如自行車或汽機車零組件自動化加工系統)與營運模式，開拓產品新商機。

(4)
計畫完成時必須完成該產業製造場域實證，並以該應用場域做為以上規格達成之驗收標準。

4.數位加工製造技術

(1)
製程動態特性與穩態預測控制模組：以切削物理性質(切削力、負載)為基礎之加工製程模擬優化，可包含具備主動及被動式阻尼功能治具裝置，以提升加工效率，提高附加價值。

(2)
薄壁件高阻尼製程夾具減振模組：以高阻尼製程夾具設計技術核心，經由有限元素分析平台模擬工件切削過程中的動態特性變化，並應用切削穩態分析為基礎，實現有效減振效果與優化穩態切削參數，提升製程開發效能與切削效率，並可對於薄壁工件切削振動實現預測分析與抑制效果。

(3)
計畫完成時必須完成該產業製造場域實證，並以該應用場域做為以上規格達成之驗收標準。

五、智慧製造技術

(一)
技術項目說明

1.製程CPS及巨資分析應用服務技術

(1)因應工業4.0快速發展，針對製造業導入智慧製造製程中SaaS層所需之CPS及巨資分析應用服務技術，提升製造效率，增加競爭力，降低我國產業跨入智慧製造之門檻。此外，複材零件單價高，製程繁瑣，國內複材貼合製程需要大量人力，切削加工製造長期仰賴國外進口設備，切削加工參數仰賴國外原廠，無法提高加工效率，設計缺乏複材特性參數資料，只能採用試誤法進行比對。透過建立複材自動貼合及切削加工設備與加工參數最佳化，複材共通性設計平台等技術，協助國內複材產業建立關鍵自主技術，提升產業國際競爭力。
(2)技術項目包含製程瑕疵肇因巨資分析與回溯技術、製程效率回饋巨資分析技術、製程CPS品質監控與分析回饋技術、製程CPS故障感知與預診技術、跨製程CPS參數最適化技術、積層製造粉末材料量產技術、功能性粉末材料製程開發技術、積層製造設備智慧化技術、積層製造製程模擬技術、積層製造複合加工及後處理、複材成型應用技術、複材製造關鍵模組技術、複材切削應用技術、複材分析應用、智慧雷射高速銲接系統(導入銲接模擬、補償系統、專家知識庫)等。
2.製程物聯網與異質網路整合應用平台技術

(1)因應工業4.0快速發展，針對製造業智慧製造製程中PaaS層所需之製程物聯網與異質網路整合應用平台技術，以支援導入各產業發展智慧分析應用服務模組，建立智慧製造系統解決方案，提升製造效率，增加競爭力，降低我國產業跨入智慧製造之門檻。

(2)技術項目包含製程物聯網應用開發平台技術、異質網路整合與應用技術、機器人與設備整合介面及驗證標準等。

3.智慧感測與驅動控制技術

(1)因應工業4.0快速發展，針對智慧製造中所需之智慧感測、智慧控制與驅動技術，發展學習型高智能控制平台及全數位感測器訊號擷取介面，並整合工業機械手臂及機器視覺，提供系統單元化控制系統解決方案。

(2)技術項目包含工業感測器國產自主關鍵技術、智能五軸及車銑複合控制技術、全數位感測訊號擷取介面技術、高智能驅動技術及機器視覺整合技術及智慧化機械動力組件技術等。
(二)
呈現重點與驗收標準

1.製程CPS及巨資分析應用服務技術

(1) 製程瑕疵肇因巨資分析與回溯技術：具資料探勘、模型分析演算、翹曲預測補償、AI化製程參數即時自調技術等可視化技術，可提升預測準確性及生管決策改善。
(2)製程效率回饋巨資分析技術：具遠端加工及控制參數最佳化、智能化關鍵模組感知與維護、主動式阻尼與歷程訊號回饋設計演化等技術，增進製造設備之製程效率，達到故障預測與預兆診斷功能等。

(3)製程CPS品質監控與分析回饋技術：具3D樣貌尺寸量測、設備智慧監控、深度學習製程回饋、製造知識化與智慧化、生產製程可視化等技術，可提升運輸載具零組件生產效能等。

(4)製程CPS故障感知與預診技術：具遠端故障監測及預診可視化系統、快速模具設計及製程模擬、成型品質虛擬檢測分析、快速光學輔助模具調校定位等技術，可提升製程效率及成型品質等。

(5)
跨製程CPS參數最適化技術：具跨製程品質資訊匯集、瑕疵肇因品質關聯分析、規格品質機台匹配智慧分析等技術，可提升品質與彈性生產能力等。

(6)雷射積層製造技術

·   粉末量產：研發積層製造粉末量產相關技術，目標藉此技術提高金屬粉末得料率(>40%)，其粉末粒徑、流動性及成分要求必須符合積層製造使用規格。
· 
功能性粉末：開發符合航太、醫材及模具等高品質積層製造粉末專用材料，以及特殊創新成分金屬粉末材料(例如可降解金屬材料、耐高溫超合金等)，或陶瓷及複合材料之積層製造專用材料開發，解決各種專用粉末材料需求，除達到積層製造使用規格外，必須完成相關產業應用之需求驗證。
·   設備智慧化：包含設備資訊遠端即時監控(應具備可視化及閉迴路控制能量)、粉床及熔池監控分析診斷(完成80%以上之缺陷辨識)、製造生產線多機整合控制(可串聯週邊至少2台設備以上)、積層製造倍速製造技術(提高2倍以上產能)，提升積層製造產能與確保產品品質與良率(與開迴路控制比較需提高產品良率>80%)，朝向資訊整合及製造智慧化角度開發。
· 
模擬技術：發展積層製造製程微觀模擬技術(收斂50%以上速度及功率參數範圍)，開發積層製造應力分析模擬(85%以上之模擬近似度)、製程前預測等適用於積層製造模擬技術(可製作前提供最佳化參數)，確保成品製作品質以及加快製程製作速度，擴大應用設計效能。
·   複合加工及後處理：以創新產品開發及提升產業附加價值為標的，研發與驗證產品製造需求之複合加工技術整合(兩種以上不同加工站之整合)，以及對應產品需求之後處理相關技術，如拋光、精修、表面處理與熱處理等技術(需對應產品之需求規格)。

(7) 複合材料製造技術

·   發展自動化專用捲帶，建立自動化貼合碳纖複材配方，開發複材進給貼合頭，結合最佳碳纖光熱場匹配比生成技術，達到自動化貼合即時加熱成型，並結合複材平面方向、氣泡、重疊三種瑕疵分析技術，提升複材貼合效率及成型品質。
· 
發展刀把式超音波高速主軸感測器系統整合，進行主軸動態及轉子動力學模擬分析與設計參數回饋。發展複材彈性夾持系統之複材變形最佳化支撐技術、負壓集塵之流場最佳化分析技術、設備熱流場耦合分析模型、集塵系統配置最佳化設計準則與關鍵因子資料庫。
· 
防脫層複材鑽削技術，雙擺頭Trepan繞孔雷射切割模組技術，複材加工環境建置與安全防護技術。
·   發展二維單向纖維複合材料切削力學模型，並以加工驗證載具實際進行複材切削驗證，發展熱壓成型模擬分析技術，碳纖複材T700、T800、T1000等材質特性資料，發展碳纖分析模擬基礎，加速複材結構設計流程，協助產業升級。
·   智慧複材成型加工系統：對於複合材料(如CFRP)等高值化應用，進行智慧化自動貼合與雷铣複合研發，並結合場域協助國內高品級複材需求升級。
(8)計畫完成時必須完成該產業製造場域實證，並以該應用場域做為以上規格達成之驗收標準。

(9)雷射高速銲接系統：針對高速銲接、深層銲接、異質金屬銲接等高值應用，建立智慧專家系統決策平台。

2.製程物聯網與異質網路整合應用平台技術

(1) 
製程物聯網應用開發平台技術：具備多種資料接口(如RESTful API、PUB/SUB)，因應實施場域多元化機台及感測資料特性之資料上傳，內建分散式運算技術與機器學習函式庫，處理巨量製程歷史資料儲存與即時運算分析，提升物聯網資料加值應用與分析服務運算效能。
(2)異質網路整合與應用技術：具異質網路通訊協定，含可整合現有工業控制器之網路協定、產業Information model及智慧製造聯網資訊基礎建設等。

(3)機器人與設備整合介面及驗證標準：具設備介面標準、機器人之人機協作安全測試方法與驗證、機器設備跨機台、產線、廠區之資訊互通介面標準等。

(4)計畫完成時必須完成該產業製造場域實證，並以該應用場域做為以上規格達成之驗收標準。

3.智慧感測與驅動控制技術

(1)工業感測器國產自主關鍵技術：具智慧加工感測優化、智慧組裝高精密感測、智慧檢測感測融合等技術，可達智慧加工、組裝及檢測等應用之自主化工業感測器，以提升加工精度及可靠度、組裝力回饋精度及彈性定位功能、檢測干擾抑制及線上檢測能力。

(2)智慧機械系統單元控制器技術：具智能五軸同動控制、多系統車銑磨複合控制等技術、學習型控制器發展平台、開發全數位感測器訊號擷取介面(如加速規、溫度感測..等)、高響應雙迴授主軸驅動技術、整合工業Robot與機器視覺等技術及提供Edge Computing製程加值軟體平台，建立系統單元化控制系統解決方案。

(3)智慧化機械動力組件技術：具節能感測與彈性化通訊技術、產品數位描述與訊息相容技術、智慧傳動機構技術及驗證、智慧空壓關鍵組件技術及驗證等技術，以增加機械設備服務價值，提高國內廠商外銷訂單競爭力。
(4)計畫完成時必須完成該產業製造場域實證，並以該應用場域做為以上規格達成之驗收標準。
六、先進製造技術

(一)
技術項目說明

1.雷射積層製造技術

(1)因應積層製造系統已朝向商業化快速發展，針對積層製造應用產品日趨成熟，導入系統化之積層製造材料、設備、應用載具與後製程技術，整合控制提高產品製作良率，打造未來智慧製造工廠解決方案。

(2)技術項目包括高品質積層製造材料技術、積層製造專用材料製程開發技術、雷射積層製造設備技術、雷射積層製造模擬技術等。

2.綠色印刷電子製造技術

(1) 
因應電子產品之微型多功化、綠色製造/設計及產品零缺陷化之未來發展趨勢，透過新製程、新材料及新方法等方式促使臺灣電子產業之生產方式轉型升級，進而引領國際未來電子產品及其零組件之綠色製造風潮。
(2)
技術項目包含2D/3D非黃光微影圖案化技術、電路修補技術、圖案金屬化技術、電子元件整合技術及線上檢測技術等。
3.複合化精微加工技術

(1)可應用與整合之加工製程技術：微放電、微細線切割、微銑削、微鑽削、微雷射、微研磨、微拋光等製程技術模組化。

(2)可應用與整合之關鍵功能模組與技術：氣靜壓定位平台模組、掃描定位校正模組等。

(3)複合化製程規劃、設備結構與空間佈列設計規劃技術：依據零件形狀、尺寸精度、表面粗度等需求與可選用或發展之加工製程技術，進行最適化複合加工製程規劃、分析與設備之結構與空間佈列設計、規劃、分析。技術驗證零件尺寸精度：≦2.5μm。

(4)測試驗證系統開發技術：精微複合化製程系統開發(包含多軸運動機台、相關製程模組、功能模組、周邊自動化模組、控制模組與系統整合等)與測試驗證技術，驗證零件尺寸精度：≦2.5μm。
4.雷射源技術

(1)高功率雷射零組件與模組：開發承受2kW~6kW之雷射組件與模組，如雷射共振腔、增益光纖、光隔離器、光準直器、通用型雷射接頭、雷射幫浦、光形轉換光纖、雷射控制電路等元件與雷射模組技術，可應用於DDL(Direct Diode Laser)雷射系統或光纖雷射系統。

(2)短脈衝雷射零組件與模組：開發能承受<10ns 之短脈衝雷射組件與模組，如雷射種子源、雷射放大器、脈衝壓縮器、FBG、飽和吸收體、光形轉換光纖、雷射幫浦、雷射控制電路等元件與雷射模組技術。
(二)
呈現重點與驗收標準

1.雷射積層製造技術

(1)材料開發：開發符合航太及醫材等級高品質積層製造材料，功能性金屬粉末材料成份新創(例如可降解金屬材料、耐高溫超合金等)，或陶瓷及複合材料之積層製造專用材料製程開發，解決現有粉末材料製造得料率及品質問題，且針對未來性特色材料進行前瞻研究開發。材料若屬航太或生醫產業應用，需完成相關法規之需求驗證。

(2)設備技術：包含生產線整合控制、設備製程資訊即時監控、粉床及熔池監控分析診斷、積層製造倍速及週邊高效模組開發技術，提升積層製造產能，確保積層製造產品品質與重現性。積層製造設備開發應具備可視化及閉迴路控制能量，提高產品良率>80%(與開迴路控制比較)，或完成80%以上之缺陷辨識；應朝向資訊整合及製造智慧化角度開發，可串聯週邊至少2台設備以上，進行資訊收集與整合控制。

(3)模擬技術：發展積層製造製程微觀模擬技術，開發積層製造應力分析模擬、製程前預測等適用於積層製造模擬技術，透過對應材料之製程模擬參數最佳化建立，確保成品製作品質以及加快製程製作速度，擴大應用設計效能。積層製造製程模擬技術，需達85%以上之模擬近似度（與實驗結果三維成品、線斷面或表面品質比較）。

(4)創新雛型品整合與應用技術：以提升產業附加價值為標的，研發創新特色應用與營運模式，開拓產品新商機。計畫完成前達成至少一項積層製造場域實證或成果試營運。航太或生醫產業應用，需完成相關法規之需求驗證，生醫產品至少提出人體臨床試驗之申請。
2.綠色印刷電子製造技術

(1)非黃光微影圖案化技術：具線寬<5μm多層電路製造技術(精密印刷製程與系統；雷射掃描製程與系統；功能性薄膜製程與系統；細線寬電路功能性油墨)。

(2)圖案金屬化技術：非金屬蝕刻等環保製程，具低阻抗的直接圖案金屬化技術(精密化/電鍍製程與系統；環保鍍液與處理技術；電極表面處理製程與系統；R2R、3D曲面金屬化系統)。

(3)電子元件整合技術：主/被動元件內埋/內藏基板(軟性薄膜、外殼等)之製程與設備; 2D軟板或3D曲面上進行主/被動元件精密接合製程與設備。

(4)
微細電路修補技術：針對電路線寬線距小於20um以下且電路斷路、短路及外觀整型之技術、設備及材料。
(5)
線上檢測技術：具電子元件線上檢測技術(表面形貌、瑕疵、電性、和材料成分檢測模組與系統；R2R、3D曲面檢測系統)。

(6)
計畫完成時必須完成該產業製造場域實證，並以該應用場域做為以上規格達成之驗收標準。
3.複合化精微加工技術
(1)關鍵材料、製程、與設備整合技術：以建立自主開發與整合能力為目標，應用關鍵材料，研發精微加工關鍵製程與複合技術、製程模組複合與設備整合技術，建立產業供應鏈體系。

(2)系統整合技術：以高精度微型零組件應用需求為依據，研發精微模組與複合化製造系統整合及測試驗證技術，布局上位之專利。

(3)關鍵檢測與標準化技術：以提升競爭力為重點，建置標準驗證用通用加工平台與尺寸、表面粗度量測系統，確保產業發展優勢。

(4)創新雛型品整合與應用技術：各式精微加工模組、高精度通用運動機台開發與開放架構控制系統之應用與整合開發，以提升產業附加價值為標的，研發創新雛型品應用與營運模式，開拓產品新商機。
4.雷射源技術

(1)高功率雷射零組件與模組
· 所開發之高功率雷射零組件與模組，除符合2kW~6kW之雷射功率承受外，能實際整合於國產2kW~6kW之雷射上，以做為場域實際驗證；如開發項為2kW~6kW雷射源模組，能整合於國產雷射加工機台上，以驗證所開發之雷射源模組的可操作性。
· go/no go之查核點：計畫期中即可於實驗室中展示合於計畫規格之零組件或模組，並於計畫下半期進行商品化開發。

(2)短脈衝雷射零組件與模組

· 所開發之高功率雷射零組件與模組，除符合能承受 <10 ns之雷射脈衝外，能實際整合於國產<10 ns之雷射上，以做為場域實際驗證；如開發項為<10 ns雷射源模組，能整合於國產雷射加工機台上，以驗證所開發之雷射源模組的可操作性。

· go/no go之查核點：計畫期中即可於實驗室中展示合於計畫規格之零組件或模組，並於計畫下半期進行商品化開發。
七、無人載具技術

(一)技術項目說明
1.感知技術：利用影像、雷達、光達等感測器，獲取行駛環境空間與障礙物資訊，再輔以開發深度學習技術，加速並提高障礙物識別度與周邊資訊，資訊傳輸符合無人載具所需之安全設計流程，建立可滿足無人載具即時掌握完整行駛或自動起降飛行或避障相關環境資訊與通訊安全機制。

(1)LiDAR、Radar、Camera及Ultrasound等感知器之多重感測融合技術。

(2)人工智慧(如深度學習)之影像辨識與晃動校正、避障、夜間偵蒐…等應用技術。

(3)自動駕駛事件推理技術。

(4)無人載具所需之資安及可靠度技術。

2.智慧決策技術：當無人載具進入至高度自駕化或飛行自動化程度後，系統與駕駛者之載具操控權轉移次數將大幅增加，需將周遭環境定義之特徵進行資料庫建立，利用資料庫進行AI決策學習與設計。

(1)空間定位與行駛路徑規劃技術：運用GPS、慣性感測元件、環境特徵辨識、航向角、速度及高精度圖資等資訊，經資料融合運算後提供載具高度精確的定位資訊，並結合感知資訊完成自主行駛最佳路徑決策規劃。

(2)無人載具網路技術：針對大量感測、控制訊號傳輸及低延遲的需求，發展異質網路通訊與診斷技術，整合現有無人載具控制網路與乙太網路，以提升載具網路效率。

(3)人機介面技術：針對無人載具聯網安全系統與駕駛互動需求，整合視覺、聽覺、手勢、語音等接觸與非接觸式的感應介面技術，發展世界座標轉換與寬幅顯示技術。

3.行駛整合控制技術：將無人載具之位置、航向角、速度等資訊模型化為動態模型，再依據模型進行整合控制。

(1)結合動態與決策資訊之行駛動態軌跡規劃技術。
(2)無人載具位置融合估算技術(如影像、精密圖資、協同式定位)。
(3)無人載具載體運動整合控制與遠端協控技術。

(4)乘適性人因工程控制技術。

(5)無人載具遠距安全通訊技術。
(6)
無人載具垂直與水平航行雙模切換控制技術。

(7)
酬載變動與抗干擾控制技術。

4.其他相關技術
(1)協助無人載具達到可自動行駛程度之行駛電控化系統(如自駕車之running chassis、電控化剎車/轉向…等)及無人載具衍生服務之相關技術(如V2X聯網技術、車路資訊整合應用技術、車隊/機隊/船隊管理技術、載台設計技術、遠端監控後台管理技術、智慧定點裝置感測辨識技術、智慧車燈投影技術、盲區對位顯示技術、隊列協同控制技術…等)。

(2) 發展無人移動載具需求之長時運轉零碳排混成電力技術及電源控制技術，如高體積功率/高重量功率燃料電池、混成電源控制技術、潔淨燃料供給技術等。
(二)
呈現重點與驗收標準

1.無人載具感知、決策或操控技術之解決方案整合於載具平台上進行階段成果驗收，並訂定可驗收或量測之查核點等。

2.以提升產業競爭力為重點，提出示範應用場域規劃，並於計畫完成前達成至少1項場域實證，提出累積運行之經驗統計數據與持續改善機制，作為技術研發達成之驗收標準。

3.承諾計畫完成後2年內可於國內生產/服務/營運者優先支持。
八、高值新材料開發

依據五加二「循環經濟」的政策精神，發展國內外尚未商業化或被國際上壟斷寡佔之關鍵材料及其製程技術，公告項目包括綠色新製程(green process)、環保低碳高值新材料。
· 「綠色新製程(green process)」：開發無鉛、無鹵或汞等，發展安全、快速、清潔綠色製程。

· 「環保低碳高值新材料」：(1)高附加價值材料及其產品(>30%)、(2)製造及使用過程需節能減排(二氧化碳)、低污染、(3)可以回收再使用的新材料。

(一)
參考技術項目說明

1.綠色新製程技術

(1)新料源轉化製程與利用技術：配合我國電子光電產業之發展需求，開發透明耐高溫PI(聚醯亞胺)之關鍵單體，突破國際寡佔或獨佔局面；例如以環脂肪酸酐及中間體多元羧酸合成技術為標的，應用於配向膜及軟性顯示基材等產品。參考的技術規格為：環脂肪二酐熔點>220℃；環脂肪二酐聚合物分子量>10萬、Tg>350℃、透光率>89%(550 nm) 、CTE<30 ppm/℃、Yellow index<2.0，單體製程主要副產物可再利用。

(2)綠色製程高端工程塑膠新材料：以開發熱塑可回收之工程塑膠為重點方向，材料具有如下特色之一者皆為開發範疇：

·   耐溫性：Tm≧280℃(結晶型工程塑膠)、或Tg≧200℃(非晶型工程塑膠)

·   耐候性：加速耐候老化20年之拉力強度保持率≧80%。
·   可熔融製膜加工，膜強度>80MPa，連續耐熱溫度≧160℃。
·   綠色製程之原子反應轉換效率(Atom-economy)≧80%。
(3)超薄型光學膜製程：配合光電產業發展，開發柔性顯示器用超薄型偏光板。例如使用非碘系材料(如反應型液晶分子)以綠色製程(如光聚合)開發光學膜，應用於OLED柔性顯示器、照明/智慧照護等5+2產業，60cm以上寬度之R2R製程。參考技術規格為:偏光率>85%、透光率>40%、膜厚<30μm且具備可撓曲特性，撓曲半徑5mm、撓曲次數>1萬次。

(4)其他切合於綠色新製程(green process)之定義者，如連續快速合成製程等。
2.環保低碳高值新材料
(1)高頻電路板材料：配合我國電路板產業之發展需求，開發適用於毫米波通訊系統的高階電路板材料，可用於車載電子、5G通訊、自動駕駛；突破現有高溫之加工製程，可大幅提高現有製程友善程度及原材料自主性。參考技術規格：Dk≤3.0@38GHz、Df≤0.003@38GHz、Peeling strength≧0.6kg/cm、PCB製程溫度≦200℃。
 (2)其他切合於環保低碳高值新材料之定義者。

(二)呈現重點與驗收標準

1.公司是否具有基本的研發能力與經驗。

2.規劃的研發團隊陣容是否足以勝任執行或承接計畫。

3.計畫產出技術/產品提升之附加價值需大於30%。
4.無法自國外技術引進，或技引/合作後需進一步再技術精進(A+)，才能達成公告規格的需求。

5.計畫執行架構與時程具體可行。

6.公司長期發展策略與產品/技術發展藍圖、關鍵技術研發與智財布局、需求應用與國際競爭分析。

7.公司研發資源長期投入說明。

8未來營運之落實規劃等。
九、創新智慧高階醫材開發

(一)參考技術項目說明

1.高階影像醫材：用於診斷、治療之影像感測器設備與造影系統開發，例如電腦斷層掃描系統、斷層掃描影像重建處理模組技術與其周邊系統組件、超音波3D影像掃描與重建技術、微波發射超音波取像技術、X光光源開發技術、感測器技術、影像對位校準技術、光學取像技術、影像擷取、影像分析與光機模組控制技術等結合影像之醫療器材及其相關元件技術。
2.複合性醫材：為結合並整合醫療器材、藥品或生物製劑等第二等級以上(含)之複合性醫材，使醫材具備組織修復與再生引導或其它功能，例如具藥物釋放功能的醫材、攜帶藥物與生長因子之醫材。
3.微創手術相關設備：開發醫用微創手術相關器械或3D醫療影像成形與處理軟體系統與導引相關設備等，需屬第三等級或須經臨床試驗始得核准之第二等級醫材，例如高階植入式醫材、影像導引機械手臂之控制技術、醫療手術用微波手術器械、具抗沾粘性之手術器械與材料、醫療機電整合技術，及醫用輔助手術器械相關設備，例如術前規劃及訓練平台、術中導引定位系統或術後追蹤等。
4.個人化精準醫療相關醫材：診斷與協助治療功能之伴同性/輔助診斷醫材，例如可診斷患者最佳治療方式、用藥建議之醫療器材。

(二)計畫呈現重點

1.共通原則：

(1)公司之研發人力應具有醫療器材或醫療技術相關技術能力與實績經驗。

(2)計畫執行架構是否可行，包含已完成之可行性分析。

(3)公司具專業經驗團隊，可提出委託研究經費編列分析之完整性與合理性，並可有效管理監視委託研究計畫之執行進度與預算。

(4)鼓勵跨領域產業投入、結合臨床醫學或承接國內學研之研發成果。

(5)計畫書規劃應包含本項技術或產品的法規途徑。若為產品開發，則執行內容應包含產品的功能性及安全性驗證等。

(6)計畫書應載明公司投入醫藥產業之發展策略與產品/技術發展藍圖、需求應用與國際競爭分析、公司研發資源長期投入說明、關鍵技術研發與智財布局。

(7)計畫需產出具有創新性之醫療器材，結案前需完成與法規單位之臨床試驗計畫書諮詢討論，並提出人體臨床試驗之申請。

(8)後續成果落實計畫是否具體可行，包含產品之研發、授權、通路與上市行銷策略等。
2.高階影像醫材：計畫若涉及軟體開發者，計畫結案前應驗證軟體之有效性與安全性。

3.複合性醫材：計畫若涉及細胞相關之複合性醫材，結案前可取得衛福部之人體細胞組織優良操作規範(GTP)實驗申請核可。
4.微創手術相關設備：計畫若涉及積層製造部份，結案前需能符合3D列印醫療器材相關醫藥法規。計畫若涉及軟體開發者，計畫結案前應驗證軟體之有效性與安全性。

十、高值利基之新藥開發

(一)參考技術項目說明

1.蛋白藥物與工程技術開發

(1)本項目鼓勵業界發展具專利之創新蛋白藥工程技術，例如利用各種工程技術(下世代之基因工程技術、胜肽與蛋白質合成技術、新穎醣修飾技術、抗體藥物複合體或雙(多)特異抗體開發等技術)，並開發可突破現有蛋白藥物限制之新藥，達到增進現有藥品之療效、安全與穩定性或滿足臨床上未滿足的醫療需求之創新目標。
(2)生技藥品生產之關鍵為成本控制與穩定量產策略。為解決目前高度仰賴國外供應關鍵之工業基礎原料或技術，本項目鼓勵業者發展精進蛋白藥生產製程開發所需之工程專利技術或產品，例如穩定量產所需之細胞株、培養液、基質與下游的純化技術，以促成生技藥品製程高效率、高品質、低成本、關鍵技術自主，增加生技藥產業競爭力為目標。

2.利基新藥開發

鼓勵業界開發具物質組成專利之新成分新藥。目標開發新藥之主成分必須從未被我國核准上市過。此主成分不論是作為單一成份藥物，或作為組合產品的一部分，都將在現有治療方法上扮演重要的角色。

3.植物新藥(含中藥新藥)開發

鼓勵業界優先以臺灣本土來源特有藥材為原料的植物新藥開發，藉由發展新穎萃取技術、創新體外/體內之活性療效評估技術、與穩定之化學製造品管技術(CMC)，以強化植物性產品療效、安全性與符合國際法規需求。目標為推進我國植物藥新藥符合歐美先進國家之規範，順勢提升我國傳統中草藥或天然保健食品開發成高價值新藥的商機。

4.細胞/基因治療產品開發

(1)發展人類(幹)細胞治療產品，用於組織再生修復或免疫療法等再生醫學相關技術，其技術內涵包括細胞分離、細胞庫系統建立、細胞(庫)來源的捐贈者篩檢、治療疾病作用機轉之研究、培養系統、培養液或保存運送等技術開發。

(2)發展人類基因治療產品，用於治療疾病或恢復健康等再生醫學議題，其技術內涵包括基因治療載體製備、標的基因之研發或臨床前評估等技術開發。

(二)計畫呈現重點

1.共通原則
(1)公司具有藥物研發技術能力與實績經驗。

(2)計畫執行架構與時程需具體可行，包含已完成之可行性分析。

(3)新藥開發風險大，計畫書需納入預期成果設定及計畫存續決定的機制(go/no-go decision making)。研發期間當無法達到預期存續里程碑，可嚴格執行早期終止計畫(early kill)，以利資源利用合理化。

(4)公司具專業經驗團隊，可提出委託研究經費編列分析之完整性與合理性，並可有效管理監視委託研究計畫之執行進度與預算。

(5)後續成果落實計畫是否具體可行，包含藥物授權合作、原料進口取代或上市行銷等策略規劃。
(6)鼓勵跨領域產業投入、結合臨床醫學或承接國內學研之研發成果。

(7)提出市場競爭分析，例如預期適應症之未滿足醫學需求、適用族群市場、現行治療與研發對手之競爭分析等說明。
2.蛋白藥物與工程技術

(1)擬開發具專利之創新蛋白藥工程技術者，計畫需產出具有專利之候選藥物，並驗證此候選藥物具潛在藥效與安全性，計畫結案前需完成與法規單位之臨床試驗諮詢(pre-IND meeting)，並提出人體臨床試驗(IND)之申請。

(2)擬開發精進蛋白藥生產製程開發所需之工程專利技術或產品者，計畫需於結案前應可呈現其相較於現有製程的進步性，並提供業者(或服務其他業者)應用於新藥或生物相似性藥品開發至少1件，且該藥品需提出人體臨床試驗(IND)之申請，以驗證產出關鍵原料與技術之有效與安全性。
3.利基新藥開發

計畫需產出可專利技術或候選藥物，計畫結案前需完成與法規單位之臨床試驗諮詢 (pre-IND meeting)，並提出人體臨床試驗(IND)之申請。
4.植物新藥(含中藥新藥)開發

(1)優先支持以臺灣本土原料來源之植物新藥開發。

(2)計畫需產出可專利技術或候選藥物，計畫結案前需完成與法規單位之臨床試驗諮詢 (pre-IND meeting)，並提出人體臨床試驗(IND)之申請。
5.細胞/基因治療產品開發

計畫需產出具有新穎性之細胞/基因治療產品，並驗證有效與安全性，計畫結案前需完成與法規單位之臨床試驗諮詢 (pre-IND meeting)，並提出人體臨床試驗(IND)之申請。
十一、人工智慧技術
(一)參考技術項目說明

1.研發人工智慧及其應用服務與產品系統：研發或運用人工智慧核心技術（如機器學習、深度學習、增強式學習、貝氏最佳化理論、生成對抗網路等），結合領域專業技術（如電腦視覺、自然語言處理、語音辨識、財務工程、機器人、知識圖譜等），使機器（電腦程式）具備學習、分析、預測、決策、或仿人行為的能力，發展人工智慧化應用服務與產品系統，應用於各領域（如製造、金融、醫療、商務、政府、交通、自駕車、服務型機械人、行動支付、無人商店、數位轉型等），提升產業附加價值與競爭力。

2.建置具有明確商業獲利模式的人工智慧技術平台：以重大產業效益為前提，建置如基於深度學習、增強式學習等技術發展整合式系統平台，可針對不同應用需求，以彈性化的方式組合建立分析模型，快速部署與提供服務。
3.鼓勵跨業整合開創新商機：鼓勵製造業與服務業導入，並推動供應商（如系統整合軟體業者、軟硬整合設備系統業者）與各領域專業廠商合作，發展跨領域、垂直整合之人工智慧技術應用，加速人工智慧產業應用及擴散，促進創新服務新商機。

(二)
呈現重點與驗收標準

1.核心技術與應用/產品：應提出具體核心技術，以及人工智慧化應用服務或產品系統，並說明該產品或服務在國際上之發展狀況，及公司發展之優勢為何。

2.資料來源與場域實證：應提出資料應用模式(包括資料來源、合作業者、資料智慧化規劃等)與應用服務模式，並達成至少一項場域實證或試營運。

3.適法性說明：牽涉到法規議題之產業應用（如金融、醫療等），應說明適法性（如資料取得合法性），並應於計畫結案前完成應用服務/產品系統上市所需相關驗證之申請（如醫材之TFDA認證）。
4.產業價值與效益：說明AI產業化與產業AI化之效益，以具有重大產業價值為前提，並以透過該產品或服務提升公司營業附加價值與競爭力促進轉型/升級為重點，應分析說明商業模式規劃（包括產業價值鏈、公司的定位、計畫成果如何滿足下游客戶的需求(unmet needs)，及提升公司與上游產業附加價值與競爭力）。

5.檢討機制：訂定定期應達成的里程碑，包括計畫執行go/no go之應達成項目與條件等。

十二、區塊鏈產業應用
(一)參考技術項目說明
1.
研發或導入區塊鏈特性解決現有作業流程問題/困難或是建構創新服務、系統、及作業程序的產品與服務：
研發或利用區塊鏈技術 (利用分散式帳本、智能合約等區塊鏈技術，解決現有作業流程問題/困難，或是建構創新的服務、系統及作業程序，建立分散式信任共識機制，達成確認資訊真偽、確保程式執行功能，降低資訊信賴成本等），發展具重大產業效益且尚無其他國內廠商投入的區塊鏈新產品或服務。說明該產品或服務應用在國內及國際上之使用體驗，及公司發展之優勢為何。
2
.發展新商業模式，實現核心技術的重大市場價值與國際競爭力，以建立創新服務流程之典範應用，導入區塊鏈技術之應用價值：
鼓勵業者以解決現況營運問題為出發點，改革、轉型現有作業流程，發展新商業模式為原則，應用於各產業或領域(如物流、電商、金融、健康長照、地方數位生活、民生物聯網、能源交換…等)，並再針對其應用領域需求，深入研發，例如零知識證明、分片儲存、跨鏈、二層協定(Layer 2 protocol)等具價值的區塊鏈核心技術，提升臺灣產業數位轉型與商業效益，提升經濟效益與社會影響力。
(二)
呈現重點與驗收標準
1.
核心技術與應用/產品：應提出具體核心技術，以及所屬的區塊鏈應用服務或產品系統，說明該應用或產品在國內或國際上之效益，以及國內外領導廠商之技術比較或與開源社群貢獻規劃，及計畫成果之預期優勢為何。
2.
實際應用場域實證：應提出明確的實際應用場域或商業化規劃(參見以下(4))與示範應用場域，並達成至少一項實際場域實證或試營運。
3.
適法性說明：牽涉到法規議題之產業應用（如金融、醫療等），應說明適法性（如電子簽章法），並應於計畫結案前完成應用服務/產品系統上市所需相關驗證（如相關法規檢視）。
4.
產業價值與效益：以具有重大產業價值/數位轉型為前提，並以提升產業附加價值與競爭力促進升級為重點。應分析說明商業模式規劃（包括產業價值鏈，公司的定位，計畫成果如何滿足下游客戶的需求(unmet needs)，及提升公司與上游產業附加價值與競爭力）。
5.檢討機制：訂定定期應達成里程碑，包括計畫執行go/no go應達成項目與條件等。
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